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　高品質ソルダボール

High-Quality Solder Ball

高品質合金は、PKGデザインで選ぶ時代へ
High-quality alloys make selections possible with PKG designs

● 耐熱疲労性を重視する
　 『M758グループ』

● PKGデザインに適したソルダボールを開発
● 耐熱疲労性を重視する『M758グループ』
● 耐落下衝撃性を重視する『M770グループ』

● 耐落下衝撃性を重視する
　『M770グループ』

※This image is only reference. Drop Performance
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SAC305 SAC758 M806 M807

145 times 148 times 119 times 160 times

 Cu6Sn5

PKG PKG PKG
PKG

(Cu,Ni)6Sn5 (Cu,Ni)6Sn5 (Cu,Ni)6Sn5

870 cyc. 899 cyc.

M770 M809

304 times 299 times

(Cu,Ni)6Sn5

PKG PKG

(Cu,Ni)6Sn5

落下衝撃試験

Crack path : 
Interface or solder.

Crack path : solder. 

耐熱疲労試験

PKG Side (Cu)

PKG Side (Cu)

Board Side (Cu)

Board Side (Cu)

: solder. : solder.

M809

耐落下衝撃性重視

M770
Sn-2Ag-Cu-Ni

SACN1205

SAC305
Sn-3Ag-0.5Cu

M806

M758
Sn-3Ag-0.8Cu-3Bi-Ni

SAC405
Sn-4Ag-0.5Cu

M807

耐熱疲労性重視
M758グループ

M770グループ

Solder ball that withstands 
severe usage conditions

M770
Sn-2Ag-Cu-Ni 　

Dreamlike Innovation for 3D packaging

Cu Core BallFor WLCSP

M758  
Sn-3Ag-Cu-Bi-Ni 

Ni Plating

Solder Electrolytic Plating
PWB

PWB

Silicon Wafer

Cu Ball
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PKGデザインや構造で、耐熱疲労性が変化する

SAC305 WLCSP
SAC305 CSP

● 豊富な製品をラインナップ、用途やデザインに応じて選択


